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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外形形状をなす輪郭線の少なくとも一部が曲線状とされた複数の表示パネルを一括して
製造する表示パネルの製造方法であって、
　少なくとも一方の基板に複数の薄膜パターンが形成された一対の基板を貼り合わせ、貼
り合わせ基板を形成する貼り合わせ工程と、
　前記貼り合わせ工程の後に、複数の前記貼り合わせ基板を積層するとともに、積層され
た複数の前記貼り合わせ基板を、治具を用いてその積層方向に挟み込んで保持する積層工
程と、
　前記積層工程の後に、積層された複数の前記貼り合わせ基板を前記治具で挟み込んだ状
態で、積層された複数の前記貼り合わせ基板のうち前記薄膜パターンの外側に位置する前
記一対の基板を前記外形形状に沿って一括して研削することで、前記曲線状の輪郭線をな
す複数の前記表示パネルの端面を一括して形成する研削工程と、
　を備え、
　前記積層工程では、板面が前記貼り合わせ基板よりも大きな一対のダミー基板を用意し
、積層された複数の前記貼り合わせ基板を前記ダミー基板を介して前記治具で挟み込む表
示パネルの製造方法。
【請求項２】
　前記積層工程では、複数の前記貼り合わせ基板の各々の間に緩衝部材を介在させる、請
求項１に記載の表示パネルの製造方法。
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【請求項３】
　前記積層工程では、水膨張性を有する前記緩衝部材を用いる、請求項２に記載の表示パ
ネルの製造方法。
【請求項４】
　前記治具は、前記曲線状の輪郭線を有する第１の板状部材と、第２の板状部材と、該第
１の板状部材と該第２の板状部材との間を接続する接続部材と、を有し、
　前記積層工程では、積層された複数の前記貼り合わせ基板の外側に前記接続部材が位置
した状態で、前記第１の板状部材を平面視において積層された複数の前記貼り合わせ基板
のうち前記研削工程で研削する部位を除く部位に重畳させるとともに、前記第１の板状部
材と前記第２の板状部材との間に複数の前記貼り合わせ基板を挟み込む、請求項１から請
求項３のいずれか１項に記載の表示パネルの製造方法。
【請求項５】
　前記治具の前記第２の板状部材の一方の板面に、前記曲線状の前記輪郭線に沿った溝が
設けられ、
　前記積層工程では、前記第２の板状部材の前記一方の板面を内側に向けた形で、前記第
１の板状部材と前記第２の板状部材との間に複数の前記貼り合わせ基板を挟み込む、請求
項４に記載の表示パネルの製造方法。
【請求項６】
　前記治具の前記第１の板状部材が円形状とされ、
　前記研削工程では、積層された複数の前記貼り合わせ基板の一部を研削した後、前記治
具の位置を入れ替え、積層された複数の前記貼り合わせ基板を再び研削する、請求項４ま
たは請求項５に記載の表示パネルの製造方法。
【請求項７】
　前記治具の前記第１の板状部材が円形状とされ、
　前記研削工程では、積層された複数の前記貼り合わせ基板の一部を研削した後、積層さ
れた複数の前記貼り合わせ基板を治具で保持しながら前記第１の板状部材と前記第２の板
状部材との間を前記接続部材とは異なる部材で接続し、前記接続部材を取り外した後に、
積層された複数の前記貼り合わせ基板を再び研削する、請求項４または請求項５に記載の
表示パネルの製造方法。
【請求項８】
　前記表示パネルが、前記貼り合わせ基板の内面側に液晶層が形成された構成を備えるも
のであって、
　前記貼り合わせ工程では、前記一対の基板のいずれか一方に、前記薄膜パターンの各々
を囲む形で複数のシール剤を塗布するとともに前記液晶層となる液晶を滴下した状態で、
前記シール剤を介して前記一対の基板を貼り合わせており、
　前記貼り合わせ工程の後に、前記貼り合わせ基板を分断することで、該貼り合わせ基板
を複数の前記薄膜パターンが直線状に並ぶ短冊状で複数に個片化する短冊状個片化工程を
備えており、
　前記積層工程では、前記短冊状に個片化された複数の前記貼り合わせ基板について、単
一の前記薄膜パターンが含まれる領域毎に前記治具で挟み込む、請求項１から請求項７の
いずれか１項に記載の表示パネルの製造方法。
【請求項９】
　前記表示パネルが、前記貼り合わせ基板の内面側に液晶層が形成された構成を備えるも
のであって、
　前記貼り合わせ工程では、前記薄膜パターンの各々を囲むとともにその一部が分断され
た形で前記一方の基板上に複数のシール剤を塗布し、該シール剤を介して前記一対の基板
を貼り合わせており、
　前記貼り合わせ工程の後に、前記貼り合わせ基板を分断することで、該貼り合わせ基板
を複数の前記薄膜パターンが直線状に並ぶ短冊状で複数に個片化する短冊状個片化工程と
、
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　前記短冊状個片化工程の後に、直線状に並ぶ前記複数の薄膜パターンの各々を囲む前記
シール剤のうち分断された部位を注入口として、前記液晶層を構成する液晶を前記注入口
から前記シール剤の内側に一括して注入する液晶注入工程と、
　前記液晶注入工程の後であって前記積層工程の前に、前記シール剤の各々の前記注入口
を封止樹脂で封止する封止工程と、を備えており、
　前記積層工程では、前記短冊状に個片化された複数の前記貼り合わせ基板について、単
一の前記薄膜パターンが含まれる領域毎に前記治具で挟み込む、請求項１から請求項７の
いずれか１項に記載の表示パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で開示される技術は、表示パネルの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、表示装置を構成する液晶パネル等の表示パネルにおいて、少なくとも一方の基板
にＴＦＴ（Thin Film Transistor）等の半導体素子を構成する薄膜パターンが形成された
一対の基板を貼り合わせることで貼り合わせ基板を形成し、その貼り合わされた基板を当
該表示パネルの外形形状に沿って切断することにより表示パネルを製造する表示パネルの
製造方法が知られている。
【０００３】
　上記のような製造方法で製造される表示パネルは、平面視における外形形状が正方形状
や長方形状等、矩形状であるものが一般的であるが、近年では、用途の多様化に伴い、外
形形状をなす輪郭線の少なくとも一部が曲線状となっているもの等、外形形状が非矩形状
となっているものも製造されている。例えば下記特許文献１には、略楕円形状の表示領域
を有し、外形形状が非矩形状とされた液晶パネルの製造方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２９３０４５号公報
【０００５】
（発明が解決しようとする課題）
　しかしながら、上記特許文献１に開示される液晶パネルの製造方法では、液晶パネルの
パネル領域を複数包含する母材基板を液晶槽内に浸漬することで、パネル領域毎に液晶を
注入する。その後、母材基板をパネル領域毎に切断して複数に個片化し、個片化した各パ
ネル領域について一つずつ液晶パネルの外形形状をなす端面の加工を行い、外形形状が非
矩形状とされた複数の液晶パネルを製造する。このため、母材基板にパネル領域が多数包
含されていると、全てのパネル領域の端面の加工を終了するまでに作業時間を要し、複数
の液晶パネルを製造するための製造工程が長くなってしまう。
【０００６】
　また、上記特許文献１に開示される液晶パネルの製造方法では、各パネル領域について
液晶パネルの外形形状をなす端面をスクライブによって加工する。このため、製造する液
晶パネルの外形形状が曲線部分を有する場合等、複雑な外形形状をなす端面を加工しよう
とすると、加工する端面にスクライブに伴う応力に起因したクラック等が生じ易く、複雑
な外形形状をなす液晶パネルを良好な形状精度で製造することが困難であった。
【発明の概要】
【０００７】
　本明細書で開示される技術は、上記の課題に鑑みて創作されたものであって、液晶層を
有する表示パネルについて、製造工程の短縮化を図りながら、外形形状に曲線部分を有す
る複数の表示パネルを良好な形状精度で一括して製造することを目的とする。
【０００８】
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（課題を解決するための手段）
　本明細書で開示される技術は、外形形状をなす輪郭線の少なくとも一部が曲線状とされ
た複数の表示パネルを一括して製造する表示パネルの製造方法であって、少なくとも一方
の基板に複数の薄膜パターンが形成された一対の基板を貼り合わせ、貼り合わせ基板を形
成する貼り合わせ工程と、前記貼り合わせ工程の後に、複数の前記貼り合わせ基板を積層
するとともに、積層された複数の前記貼り合わせ基板を、治具を用いてその積層方向に挟
み込んで保持する積層工程と、前記積層工程の後に、積層された複数の前記貼り合わせ基
板を前記治具で挟み込んだ状態で、積層された複数の前記貼り合わせ基板のうち前記薄膜
パターンの外側に位置する前記一対の基板を前記外形形状に沿って一括して研削すること
で、前記曲線状の輪郭線をなす複数の前記表示パネルの端面を一括して形成する研削工程
と、を備える表示パネルの製造方法に関する。
【０００９】
　上記の製造方法では、積層工程において、積層された複数の貼り合わせ基板を治具を用
いてその積層方向に挟み込むことで、複数の貼り合わせ基板の各々を積層された状態で簡
単に保持することができる。その後、研削工程において、積層された複数の貼り合わせ基
板のうち薄膜パターンの外側に位置する一対の基板を、製造する表示パネルの外形形状に
沿って一括して研削することができ、曲線状の輪郭線をなす複数の表示パネルの端面を一
括して形成することができる。このため、貼り合わせ基板を一枚ずつ加工して表示パネル
の端面を形成する場合や上記のように積層された各貼り合わせ基板を硬化性樹脂等を用い
て保持する場合と比べて、表示パネルの製造工程を短縮することができる。
【００１０】
　また、貼り合わせ基板の各々が積層された状態で保持されることで、一枚の貼り合わせ
基板と比べて剛性が大きくなるため、積層された複数の貼り合わせ基板を一括して研削す
る際に、製造する表示パネルの端面にクラック等が生じることを抑制することができる。
さらに、積層された複数の貼り合わせ基板を一括して研削することによって曲線状の輪郭
線をなす表示パネルの端面を形成するため、製造する各表示パネルの外形形状をなす輪郭
線を良好な精度で形成することができる。以上のように上記の製造方法では、製造工程の
短縮化を図りながら、外形形状に曲線部分を有する複数の表示パネルを良好な形状精度で
一括して製造することができる。
【００１１】
　上記の表示パネルの製造方法において、前記積層工程では、複数の前記貼り合わせ基板
の各々の間に緩衝部材を介在させてもよい。
【００１２】
　この製造方法によると、積層工程で積層される各貼り合わせ基板の間にそれぞれ緩衝部
材が介在されることで、積層された貼り合わせ基板同士が干渉して損傷することを緩衝部
材によって抑制することができる。
【００１３】
　上記の表示パネルの製造方法において、前記積層工程では、水膨張性を有する前記緩衝
部材を用いてもよい。
【００１４】
　この製造方法によると、緩衝部材が水分を吸収して膨張することで、研削工程の後に各
貼り合わせ基板の間から緩衝部材を剥離する際、緩衝部材を剥離し易くすることができる
。
【００１５】
　上記の表示パネルの製造方法において、前記積層工程では、板面が前記貼り合わせ基板
よりも大きな一対のダミー基板を用意し、積層された複数の前記貼り合わせ基板を前記ダ
ミー基板を介して前記治具で挟み込んでもよい。
【００１６】
　この製造方法によると、研削工程において、積層された複数の貼り合わせ基板が治具に
よって保持された状態で、当該複数の貼り合わせ基板を挟み込む一対のダミー基板に研削
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に用いられる回転砥石等が接触する。このため、研削工程において、積層された複数の貼
り合わせ基板のうち最も上側に位置する貼り合わせ基板及び最も下側に位置する貼り合わ
せ基板に研削に伴う応力が集中することを抑制することができ、両貼り合わせ基板にチッ
ピング等が発生することを抑制することができる。
【００１７】
　上記の表示パネルの製造方法において、前記治具は、前記曲線状の輪郭線を有する第１
の板状部材と、第２の板状部材と、該第１の板状部材と該第２の板状部材との間を接続す
る接続部材と、を有し、前記積層工程では、積層された複数の前記貼り合わせ基板の外側
に前記接続部材が位置した状態で、前記第１の板状部材を平面視において積層された複数
の前記貼り合わせ基板のうち前記研削工程で研削する部位を除く部位に重畳させるととも
に、前記第１の板状部材と前記第２の板状部材との間に複数の前記貼り合わせ基板を挟み
込んでもよい。
【００１８】
　この製造方法によると、積層工程において、治具のうち、積層された複数の貼り合わせ
基板の積層方向の一方側に位置する第１の板状部材が、平面視において貼り合わせ基板の
うち研削工程で研削する部位を除く部位に重畳されるため、研削工程において、研削に用
いられる回転砥石等が第１の板状部材と接触することを回避できる。このように、研削工
程に用いる治具についての具体的な構成を提供することができる。
【００１９】
　上記の表示パネルの製造方法において、前記治具の前記第２の板状部材の一方の板面に
、前記曲線状の前記輪郭線に沿った溝が設けられ、前記積層工程では、前記第２の板状部
材の前記一方の板面を内側に向けた形で、記第１の板状部材と前記第２の板状部材との間
に複数の前記貼り合わせ基板を挟み込んでもよい。
【００２０】
　この製造方法によると、研削工程において、積層された複数の貼り合わせ基板の積層方
向の他方側で、研削に用いられる回転砥石等が溝に入り込むことで、治具が第２の板状部
材と干渉することを回避でき、治具への負荷が低減されるため、積層された複数の貼り合
わせ基板のうち積層方向の他方側の端部に至るまで良好に研削することができる。
【００２１】
　上記の表示パネルの製造方法において、前記治具の前記第１の板状部材が円形状とされ
、前記研削工程では、積層された複数の前記貼り合わせ基板の一部を研削した後、前記治
具の位置を入れ替え、積層された複数の前記貼り合わせ基板を再び研削してもよい。
【００２２】
　この製造方法によると、外形形状が円形状とされた表示パネルを製造することができる
。即ち、積層された複数の前記貼り合わせ基板の一部を研削することで、製造する表示パ
ネルの外形形状の半分である半円状の輪郭線を形成した後、治具の位置を入れ替えて接続
部材の位置を変更することで、積層された複数の貼り合わせ基板を再び研削することがで
き、製造する表示パネルの外形形状の残りの半分である半円状の輪郭線をさらに形成し、
円形状の表示パネルを製造することができる。
【００２３】
　上記の表示パネルの製造方法において、前記治具の前記第１の板状部材が円形状とされ
、前記研削工程では、積層された複数の前記貼り合わせ基板の一部を研削した後、積層さ
れた複数の前記貼り合わせ基板を治具で保持しながら前記第１の板状部材と前記第２の板
状部材との間を前記接続部材とは異なる部材で接続し、前記接続部材を取り外した後に、
積層された複数の前記貼り合わせ基板を再び研削してもよい。
【００２４】
　この製造方法によると、外形形状が円形状とされた表示パネルを製造することができる
。さらに、複数の前記貼り合わせ基板を治具によって保持した状態を維持しながら研削工
程を行うことができるため、研削工程において積層された複数の貼り合わせ基板から一旦
治具を外して当該治具の位置を入れ替える場合と比べて、研削工程の簡略化及び短縮化を
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図ることができる。
【００２５】
　上記の表示パネルの製造方法において、前記表示パネルが、前記貼り合わせ基板の内面
側に液晶層が形成された構成を備えるものであって、前記貼り合わせ工程では、前記一対
の基板のいずれか一方に、前記薄膜パターンの各々を囲む形で複数のシール剤を塗布する
とともに前記液晶層となる液晶を滴下した状態で、前記シール剤を介して前記一対の基板
を貼り合わせており、前記貼り合わせ工程の後に、前記貼り合わせ基板を分断することで
、該貼り合わせ基板を複数の前記薄膜パターンが直線状に並ぶ短冊状で複数に個片化する
短冊状個片化工程を備えており、前記積層工程では、前記短冊状に個片化された複数の前
記貼り合わせ基板について、単一の前記薄膜パターンが含まれる領域毎に前記治具で挟み
込んでもよい。
【００２６】
　この製造方法によると、貼り合わせ工程において、一対の基板のいずれか一方に、薄膜
パターンの各々を囲む形でシール剤を塗布するとともに液晶層となる液晶を滴下した状態
でシール剤を介して一対の基板を貼り合わせることで、一対の基板間に液晶層を形成する
ことができる。短冊状個片化工程において、貼り合わせ基板を複数の薄膜パターンが直線
状に並ぶ短冊状で複数に個片化した後の研削工程では、個片化された複数の貼り合わせ基
板のうち薄膜パターンの外側に位置する一対の基板を、製造する表示パネルの外形形状に
沿って一括して研削することで、曲線状の輪郭線をなす複数の表示パネルの端面を一括し
て形成することができる。このように、貼り合わせ工程にて液晶層をＯＤＦ（One Drop F
ill）法により形成しているので、真空注入法を用いた場合に比べると、液晶層を有する
表示パネルの製造工程を短縮することができる。
【００２７】
　上記の表示パネルの製造方法において、前記表示パネルが、前記貼り合わせ基板の内面
側に液晶層が形成された構成を備えるものであって、前記貼り合わせ工程では、前記薄膜
パターンの各々を囲むとともにその一部が分断された形で前記一方の基板上に複数のシー
ル剤を塗布し、該シール剤を介して前記一対の基板を貼り合わせており、前記貼り合わせ
工程の後に、前記貼り合わせ基板を分断することで、該貼り合わせ基板を複数の前記薄膜
パターンが直線状に並ぶ短冊状で複数に個片化する短冊状個片化工程と、前記短冊状個片
化工程の後に、直線状に並ぶ前記複数の薄膜パターンの各々を囲む前記シール剤のうち前
記分断された部位を注入口として、前記液晶層を構成する液晶を前記注入口から前記シー
ル剤の内側に一括して注入する液晶注入工程と、前記液晶注入工程の後であって前記積層
工程の前に、前記シール剤の各々の前記注入口を封止樹脂で封止する封止工程と、を備え
ており、前記積層工程では、前記短冊状に個片化された複数の前記貼り合わせ基板につい
て、単一の前記薄膜パターンが含まれる領域毎に前記治具で挟み込んでもよい。
【００２８】
　この製造方法によると、貼り合わせ工程において、その一部が分断された形で塗布され
たシール剤を介して一対の基板を貼り合わせ、短冊状個片化工程において、貼り合わせ基
板を複数の薄膜パターンが直線状に並ぶ短冊状で複数に個片化することで、液晶注入工程
において、複数の薄膜パターンの各々を囲む各シール剤の内側に液晶を一括して注入する
ことができる。そして、その後の研削工程では、個片化された複数の貼り合わせ基板のう
ち薄膜パターンの外側に位置する一対の基板を、製造する表示パネルの外形形状に沿って
一括して研削することで、曲線状の輪郭線をなす複数の表示パネルの端面を一括して形成
することができる。このため、貼り合わせ基板に塗布された複数のシール剤について、シ
ール剤毎に当該シール剤の内側に液晶を注入し、貼り合わせ基板を一枚ずつ加工して表示
パネルの端面を形成する場合と比べて、液晶層を有する表示パネルの製造工程を短縮する
ことができる。
【００２９】
（発明の効果）
　本明細書で開示される技術によれば、製造工程の短縮化を図りながら、外形形状に曲線
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部分を有する複数の表示パネルを良好な形状精度で一括して製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】実施形態１に係る液晶パネルの概略平面図
【図２】図１におけるII－II断面の断面構成であって、液晶パネルの概略断面図
【図３】貼り合わせ工程において、アレイ基板とカラーフィルタ基板を貼り合わせる前の
アレイ基板を示す平面図
【図４】分断前の貼り合わせ基板を示す斜視図
【図５】個片化貼り合わせ基板を積層する積層工程を示す斜視図
【図６】積層基板を示す斜視図
【図７】治具に挟み込まれた積層基板を示す斜視図
【図８】治具を上方から視た平面図
【図９】研削後積層基板を示す斜視図
【図１０】研削後積層基板から剥離された各個片化貼り合わせ基板を示す斜視図
【図１１】実施形態２における分断前の貼り合わせ基板を示す斜視図
【図１２】短冊状貼り合わせ基板の平面図
【図１３】短冊状貼り合わせ基板が積層された積層基板を示す斜視図
【図１４】パネル領域毎に治具に挟み込まれた積層基板を示す斜視図
【図１５】実施形態２の変形例における分断前の貼り合わせ基板を示す斜視図
【図１６】液晶注入工程を示す平面図
【図１７】実施形態３に係る液晶パネルの概略平面図
【図１８】研削工程における研削手順（１）を示す斜視図
【図１９】研削工程における研削手順（２）を示す斜視図
【図２０】実施形態３の変形例において研削工程における研削手順を示す斜視図
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　＜実施形態１＞
　図１から図１０を参照して実施形態１を説明する。本実施形態では、液晶表示装置を構
成する液晶パネル（表示パネルの一例）１０の製造方法について例示する。なお、各図面
の一部にはＸ軸、Ｙ軸およびＺ軸を示しており、各軸方向が各図面で共通した方向となる
ように描かれている。また、図２に示す断面図及び各斜視図では、図の上側を液晶パネル
１０の上側（表側）とする。
【００３２】
　まず、液晶パネル１０の構成について説明する。本実施形態で例示する液晶パネル１０
は、平面視における外形形状が一般的な長方形状、正方形状ではなく、その外形形状をな
す輪郭線の一部が曲線状とされ、全体として非矩形状となっている。詳しくは、液晶パネ
ル１０は、図１に示すように、平面視における外形形状が略半円形状をなしている。図１
では、液晶パネル１０の外形形状をなす輪郭線のうち直線状とされた部分の延びる方向が
Ｘ軸方向と一致している。
【００３３】
　液晶パネル１０では、その大部分に画像を表示可能な横長の表示領域Ａ１が配され、表
示領域Ａ１外の領域が、画像が表示されない非表示領域Ａ２とされている。非表示領域Ａ
２のうち、表示領域Ａ１を囲む枠状の部分は、液晶パネル１０の額縁部分とされる。また
、非表示領域Ａ２のうち、液晶パネル１０のＹ軸方向における一方の端部側（図１に示す
下側）に偏った位置は、ＩＣチップ（駆動部品の一例）１２及びフレキシブル基板１４が
実装される実装領域Ａ３とされる。ＩＣチップ１２は、液晶パネル１０を駆動するための
電子部品であり、フレキシブル基板１４は、ＩＣチップ１２に各種入力信号を外部から供
給するコントロール基板１６を当該液晶パネル１０と接続するための基板である。実装領
域Ａ３は、図１に示すように横長の長方形状の領域となっており、その外形形状をなす輪
郭線は、図１においてその長辺がＸ軸に沿って、その短辺がＹ軸方向に沿ってそれぞれ直
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線状に伸びている。
【００３４】
　液晶パネル１０は、図１及び図２に示すように、透光性に優れた一対のガラス製の基板
２０，３０と、電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶分子を含む液晶層１
８と、を備えている。両基板２０，３０のうち、表側（正面側）の基板２０がカラーフィ
ルタ基板２０とされ、裏側（背面側）の基板３０がアレイ基板３０とされる。両基板２０
，３０の内面側には、液晶層１８に含まれる液晶分子を配向させるための配向膜１０Ａ，
１０Ｂがそれぞれ形成されている。両基板２０，３０を構成する第１ガラス基板（基板の
一例）２０Ａ，第２ガラス基板（基板の一例）３０Ａの外面側には、それぞれ偏光板１０
Ｃ，１０Ｄが貼り付けられている。
【００３５】
　カラーフィルタ基板２０を構成する第１ガラス基板２０Ａは、その主要部分にアレイ基
板３０及び偏光板１０Ｃが貼り合わされている。カラーフィルタ基板２０は、図１に示す
ように、Ｘ軸方向の寸法がアレイ基板３０とほぼ同等であるものの、Ｙ軸方向の寸法がア
レイ基板３０よりも小さく、アレイ基板３０に対してＹ軸方向についての一方の端部（図
１に示す上側、輪郭線に弧状の曲線を有する側）を揃えた状態で貼り合わされている。従
って、アレイ基板３０のうちＹ軸方向についての他方の端部（図１に示す下側）は、所定
範囲に亘ってカラーフィルタ基板２０が重なり合うことがなく、表裏両板面が外部に露出
した状態とされており、ここにＩＣチップ１２及びフレキシブル基板１４の実装領域Ａ３
が確保されている。
【００３６】
　アレイ基板３０を構成する第２ガラス基板３０Ａは、その主要部分にカラーフィルタ基
板２０及び偏光板１０Ｄが貼り合わされるとともに、ＩＣチップ１２及びフレキシブル基
板１４の実装領域Ａ３が確保された部分がカラーフィルタ基板２０及び偏光板１０Ｄと非
重畳とされている。液晶パネル１０を構成する両基板２０，３０を貼り合わせるためのシ
ール剤４０は、両基板２０，３０が重なり合う部分において、表示領域Ａ１を囲むように
、カラーフィルタ基板２０の外形に沿った形で（平面視において略半円状に）非表示領域
Ａ２内に配されている（図２参照）。
【００３７】
　アレイ基板３０を構成する第２ガラス基板３０Ａの内面側（液晶層１８側）には、積層
された複数の薄膜パターンが形成されている。具体的には、アレイ基板３０を構成する第
２ガラス基板３０Ａの内面側には、スイッチング素子であるＴＦＴ３２の薄膜パターンと
、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）等の透明導電膜からなり、ＴＦＴ３２に接続された画素電
極３４の薄膜パターンと、が平面視において多数個ずつマトリクス状に並んで設けられて
いる。アレイ基板３０におけるＴＦＴ３２及び画素電極３４の周りには、図示しないゲー
ト配線、ソース配線、及び容量配線がそれぞれ配設されている。アレイ基板３０の端部に
は、ゲート配線及び容量配線から引き回された端子部、及びソース配線から引き回された
端子部がそれぞれ設けられている。これらの各端子部には、図１に示すコントロール基板
１６から各信号または基準電位が入力されるようになっており、それによりＴＦＴ３２の
駆動が制御される。
【００３８】
　一方、カラーフィルタ基板２０を構成する第１ガラス基板２０Ａの内面側（液晶層１８
側）には、図２に示すように、アレイ基板３０の各画素電極３４と平面視において重畳す
る位置に多数個ずつマトリクス状に並列して配置されたカラーフィルタ２２が並んで設け
られている。カラーフィルタ２２は、Ｒ（赤色），Ｇ（緑色），Ｂ（青色）等の各着色部
から構成されている。カラーフィルタ２２を構成する各着色部間には、混色を防ぐための
略格子状の遮光部（ブラックマトリクス）２３が形成されている。遮光部２３は、アレイ
基板３０上に設けられたゲート配線、ソース配線、及び容量配線に対して平面に視て重畳
する配置とされる。液晶パネル１０では、Ｒ（赤色），Ｇ（緑色），Ｂ（青色）の３色の
着色部及びそれらと対向する３つの画素電極３４の組によって表示単位である１つの表示
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画素が構成されている。表示画素は、Ｒの着色部を有する赤色画素と、Ｇの着色部を有す
る緑色画素と、Ｂの着色部を有する青色画素とからなる。これら各色の画素は、液晶パネ
ル１０の板面において行方向（Ｘ軸方向）に沿って繰り返し並べて配されることで、画素
群を構成しており、この画素群が列方向（Ｙ軸方向）に沿って多数並んで配されている。
【００３９】
　また、カラーフィルタ２２及び遮光部２３の内面側には、図２に示すように、アレイ基
板３０側の画素電極３４と対向する対向電極２４が設けられている。液晶パネル１０の非
表示領域Ａ２には、図示しない対向電極配線が配設されており、この対向電極配線が図示
しないコンタクトホールを介して対向電極２４と接続されている。対向電極２４には、対
向電極配線から基準電位が印加されるようになっており、ＴＦＴ３２によって画素電極３
４に印加する電位を制御することで、画素電極３４と対向電極２４との間に所定の電位差
を生じさせることができる。
【００４０】
　以上が本実施形態に係る液晶パネル１０の構成であり、以下では、液晶パネル１０の端
面のうち、外形形状をなす輪郭線が直線状とされた端面（図２における左側の端面）を「
直線状端面」と称し、外形形状をなす輪郭線が曲線状とされた端面（図２における右側の
端面）を「曲線状端面」と称する。また以下では、第１ガラス基板２０Ａ上に形成された
上記構成のうち配向膜１０Ａを除いたものをまとめてＣＦ層（薄膜パターンの一例）２０
Ｌと称し、第２ガラス基板３０Ａ上に形成された上記構成のうち配向膜１０Ｂを除いたも
のをまとめてＴＦＴ層（薄膜パターンの一例）３０Ｌと称する。
【００４１】
　次に、上記のような構成とされた複数の液晶パネル１０を一括して製造する方法を説明
する。まず、カラーフィルタ基板２０を構成する第１ガラス基板２０Ａ、及びアレイ基板
３０を構成する第２ガラス基板３０Ａを用意する。そして、第１ガラス基板２０Ａの一方
の板面にＣＦ層２０Ｌを形成するとともに、第２ガラス基板３０Ａの一方の板面にＴＦＴ
層３０Ｌを形成する。第１ガラス基板２０Ａ上、第２ガラス基板３０Ａ上にそれぞれＣＦ
層２０Ｌ、ＴＦＴ層３０Ｌを形成する際には、既知のフォトリソグラフィー法が用いられ
る。即ち、第１ガラス基板２０Ａ及び第２ガラス基板３０Ａを、フォトリソグラフィー法
に用いられる成膜装置やレジスト塗布装置、露光装置などの各装置の間で搬送させながら
、第１ガラス基板２０Ａ上及び第２ガラス基板３０Ａ上に、ＣＦ層２０Ｌ、ＴＦＴ層３０
Ｌを構成する各薄膜を所定のパターンで順次積層形成する。
【００４２】
　なお本実施形態の製造方法では、第１ガラス基板２０Ａと第２ガラス基板３０Ａとが貼
り合わされた貼り合わせ基板５０を母材基板とし、後述する工程においてこの貼り合わせ
基板５０を分断して個片化することで、１枚の貼り合わせ基板５０から２４枚の液晶パネ
ル１０を製造する。即ち、第１ガラス基板２０Ａ上の２４箇所にそれぞれＣＦ層２０Ｌを
形成し、第２ガラス基板３０Ａ上の２４箇所にそれぞれＴＦＴ層３０Ｌを形成する（図３
参照）。各ＣＦ層２０Ｌ、各ＴＦＴ層３０Ｌは、両ガラス基板２０Ａ，３０Ａを貼り合わ
せる際に対向するような配置で、両ガラス基板２０Ａ，３０Ａ上にそれぞれマトリクス状
（本実施形態では、Ｘ軸方向に４列、Ｙ軸方向に６列）に形成する。
【００４３】
　次に、第１ガラス基板２０Ａ上に形成された各ＣＦ層２０Ｌを覆う形で第１ガラス基板
２０Ａ上に配向膜１０Ａを形成し、第２ガラス基板３０Ａ上に形成された各ＴＦＴ層３０
Ｌを覆う形で第２ガラス基板３０Ａ上に配向膜１０Ｂを形成する。以上の手順により、第
１ガラス基板２０Ａ上の２４箇所にカラーフィルタ基板２０が完成するとともに、第２ガ
ラス基板３０Ａ上の２４箇所にアレイ基板３０が完成する。次に、図３に示すように、第
２ガラス基板３０Ａ上の各ＴＦＴ層３０Ｌをそれぞれ囲む形で、第２ガラス基板３０Ａ上
にシール剤４０を塗布する。この工程では、製造する各液晶パネル１０の外形形状（本実
施形態では略半円形状）に沿ってシール剤４０を所定の幅で塗布する。
【００４４】
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　次に、第１ガラス基板２０Ａ上に形成された各ＣＦ層２０Ｌと第２ガラス基板３０Ａ上
に形成された各ＴＦＴ層３０Ｌとが対向する位置関係となるように位置合わせを行い、液
晶滴下装置を用いたＯＤＦ（One Drop Fill）法により、第２ガラス基板３０Ａ上のシー
ル剤４０に囲まれた各領域内にそれぞれ液晶を滴下する。その後、シール剤４０を介して
両ガラス基板２０Ａ，３０Ａを貼り合わせ、図４に示すように、母材基板となる貼り合わ
せ基板５０を形成する（貼り合わせ工程）。この貼り合わせ工程は、シール剤４０に対し
て紫外線を照射するとともに熱を加えながら行う。これにより、シール剤４０が硬化し、
両ガラス基板２０Ａ，３０Ａの間がシール剤４０を介して固定される。
【００４５】
　また、貼り合わせ工程では、両ガラス基板２０Ａ，３０Ａを貼り合わせることで、両ガ
ラス基板２０Ａ，３０Ａの貼り合わせ前に滴下された液晶が第２ガラス基板３０Ａの板面
方向に拡がってシール剤４０に囲まれた領域内が液晶で満たされ、両ガラス基板２０Ａ，
３０Ａの間に液晶層１８が形成される。このようにして形成される貼り合わせ基板５０で
は、対向するＣＦ層２０ＬとＴＦＴ層３０Ｌとを一組含む領域が１枚の液晶パネル１０が
形成されるパネル領域であり、図４に示すように、貼り合わせ基板５０は２４個のパネル
領域に区画される。なお、図４において符号ＳＬ１で示す一点鎖線は、貼り合わせ基板５
０上の各パネル領域を区画する線を示している。各パネル領域には、硬化後のシール剤４
０と、シール剤４０の内側に配されたＣＦ層２０Ｌ及びＴＦＴ層３０Ｌからなる薄膜パタ
ーン（図４において細い破線で囲まれる部分）と、がそれぞれ含まれる。また、この貼り
合わせ工程は、上記のように第２ガラス基板３０Ａ側にシール剤４０を塗布して液晶を滴
下する場合に限定されるものではなく、第１ガラス基板２０Ａ側にシール剤４０を塗布し
て液晶を滴下するようにしても構わない。
【００４６】
　次に、１つの貼り合わせ基板５０を上記パネル領域毎に２４個に分断して個片化する（
個片化工程）（以下、分断後の個片化された貼り合わせ基板を「個片化貼り合わせ基板５
０Ａ」と称する）。具体的には、個片化工程では、図示しない回転刃を用い、貼り合わせ
基板５０上の各パネル領域を区画する線をスクライブ線ＳＬ１として貼り合わせ基板５０
をスクライブする。これにより、各パネル領域のシール剤４０の外側に位置する一対のガ
ラス基板２０Ａ，３０Ａが分断される。さらに、個片化工程では、各パネル領域において
、貼り合わせ基板５０を構成する第１ガラス基板２０Ａのうち、製造する各液晶パネル１
０の実装領域Ａ３と他の領域との境界となる部分に直線状の切り込み線ＣＬ１（図４の二
点鎖線で示す線）を入れる。そして、貼り合わせ基板５０を２４等分に分断した後、個片
化貼り合わせ基板５０Ａの各々から上記切り込み線ＣＬ１に従って第１ガラス基板２０Ａ
の一部を取り除く。これにより、製造する液晶パネル１０の実装領域Ａ３となる部分が露
出する（図５参照）。
【００４７】
　次に、図５に示すように、個片化貼り合わせ基板５０Ａを積層する積層工程を行う。こ
の積層工程では、３枚の個片化貼り合わせ基板５０Ａを、それぞれ平面視において一致す
るように位置合わせを行いながら、緩衝性及び水膨張性を有するシート状のシート部材（
緩衝部材の一例）６０を介して積層する。このシート部材６０は、そのシート面の大きさ
が、実装領域Ａ３が露出した状態の個片化貼り合わせ基板５０Ａのうち第１ガラス基板２
０Ａの板面の大きさとほぼ一致する。シート部材６０の一例としては、セルロースを主成
分とする和紙を用いることができる。シート部材６０の四隅は角取りされており、個片化
貼り合わせ基板５０Ａの第１ガラス基板２０Ａ上にシート部材６０が配された状態では、
第１ガラス基板２０Ａの四隅が露出する（図５参照）。積層工程では、このシート部材６
０から露出する第１ガラス基板２０Ａの四隅に光硬化性樹脂からなる仮止め用樹脂Ｒ１を
それぞれ滴下しながら、各個片化貼り合わせ基板５０Ａを積層する。
【００４８】
　なお、シート部材６０の厚みは、例えば１０μｍ～２００μｍであり、好ましくは１０
μｍ～５０μｍである。シート部材６０の厚みが小さいほど、後述する研削工程において
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、積層された各個片化貼り合わせ基板５０Ａのブレを抑制することができ、チッピング等
を抑制することができる。このように各個片化貼り合わせ基板５０Ａの間にシート部材６
０を介在させて各個片化貼り合わせ基板５０Ａを積層することで、製造する各液晶パネル
１０の表面を保護することができる。また、上記仮止め用樹脂Ｒ１としては、例えばアク
リル系の樹脂を用いることができる。
【００４９】
　積層工程では、３枚の個片化貼り合わせ基板５０Ａを積層した後、図６に示すように、
積層された３枚の個片化貼り合わせ基板５０Ａを上記シート部材６０及び上記仮止め用樹
脂Ｒ１を介してガラス製の一対のダミー基板６２で挟み込む。ダミー基板６２は、板面の
大きさが個片化貼り合わせ基板５０Ａの板面よりも大きく、また、その厚みが個片化貼り
合わせ基板５０Ａの厚みよりも大きいものとされる。また、積層工程では、積層された３
枚の個片化貼り合わせ基板５０Ａを一対のダミー基板６２で挟み込んだ後、図６に示すよ
うに、上記仮止め用樹脂Ｒ１が滴下された４箇所と対応する位置（図６において矢印で示
す４箇所）にそれぞれ紫外光をスポット照射する。これにより、当該４箇所において仮止
め用樹脂Ｒ１が硬化し、３枚の個片化貼り合わせ基板５０Ａ及び一対のダミー基板６２が
それぞれ積層された状態で仮止めされる。
【００５０】
　なお、以下では、積層された３枚の個片化貼り合わせ基板５０Ａと、これらを挟み込む
一対のダミー基板６２と、を合わせて積層基板５０Ｂと称する。この積層基板５０Ｂから
は、３枚の液晶パネル１０を製造することができる。積層工程では、上記仮止めを行った
後、図７に示すように、積層基板５０Ｂに対して図示しないアライメントマークを用いて
クランプ用の治具７０の位置合わせを行い、当該治具７０によって積層基板５０Ｂをその
積層方向に挟み込み、積層基板５０Ｂを構成する各個片化貼り合わせ基板５０Ａ及び一対
のダミー基板６２を積層された状態で保持する。
【００５１】
　この治具７０は、図７に示すように、積層基板５０Ｂを上方から挟み込む上板（第１の
板状部材の一例）７２と、積層基板５０Ｂを下方から挟み込む下板（第２の板状部材の一
例）７４と、積層基板５０Ｂの外側に配されて当該積層基板５０Ｂの積層方向に伸びるブ
ロック状の支柱部７６と、上板７２の上面と支柱部７６の上端部とを接続する上側接続板
７８と、下板７４の下面と支柱部７６の下端部とを接続する下側接続板７９と、から構成
される。なお、支柱部７６、上側接続板７８、及び下側接続板７９は、接続部材の一例で
ある。
【００５２】
　次に、図８に示すように、グラインダ８０、即ち円柱状の回転砥石８２を回転させて加
工物を研削する装置を用いて、積層基板５０Ｂの端面の一部を研削して製造する各液晶パ
ネル１０の曲線状端面を形成する（研削工程）。この研削工程では、まず、積層基板５０
Ｂを構成する各個片化貼り合わせ基板５０Ａにおいて、薄膜パターンの外側に位置する一
対のガラス基板２０Ａ，３０Ａ及び一対のダミー基板６２を、製造する各液晶パネル１０
の曲線状端面の外形形状に沿って一括して研削する。一方、製造する液晶パネル１０の直
線状端面については、研削は行わない。なお、図６及び図７における一点鎖線は、研削工
程後の積層基板５０Ｂの曲線状端面の外形形状をなす輪郭線を示している。また以下では
、研削工程後の積層基板５０Ｂを研削後積層基板５０Ｃ（図９参照）と称する。
【００５３】
　ここで、治具７０の上板７２及び下板７４について詳しく説明する。治具７０の上板７
２は、図７及び図８に示すように、その板面が上記一点鎖線で示す輪郭線によって囲まれ
る領域よりも一回り小さな大きさの略半円状となっており、上記輪郭線との間の距離Ｄ１
が一定となるようにこの領域内に収まる位置でダミー基板６２の上面に押し当てられる。
治具７０の上板７２がダミー基板６２の上面に押し当てられた状態における上記輪郭線と
上板７２との間の距離Ｄ１は、上板７２の板面の大きさに応じて変化し、積層基板５０Ｂ
の高さに応じて、換言すれば積層された個片化貼り合わせ基板５０Ａの枚数に応じて調整
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されるが、例えば０．２ｍｍ～１０ｍｍとされる。この距離Ｄが小さければ、積層基板５
０Ｂを治具７０で挟み込む際、上板７２を上記輪郭線によって囲まれる領域に収めるため
に治具７０の位置合わせに時間を要し、この距離Ｄが大きければ、治具７０による積層基
板５０Ｂの保持力が弱まる。
【００５４】
　一方、治具７０の下板７４は、図７及び図８に示すように、矩形状とされ、その板面の
大きさがダミー基板６２の板面の大きさとほぼ等しくされている。治具７０の下板７４の
上面のうち上記輪郭線の外側に位置する部分と対応する部分には、上記輪郭線に沿って曲
線状（略半円形状）の溝部７４Ａが設けられている。曲線状をなす溝部７４Ａは、その両
端部が、製造する各液晶パネル１０の直線状端面となる側にそれぞれ開放されている。溝
部７４Ａの溝幅は、グラインダ８０の回転砥石８２の外径よりも大きくされており、回転
砥石８２の下端部を溝部７４Ａ内に入り込ませることが可能となっている。
【００５５】
　治具７０の上板７２が上記のような構成とされていることで、研削工程において積層基
板５０Ｂを研削する際、グラインダ８０の回転砥石８２が治具７０の上板７２と干渉する
ことがない。このため、治具７０に負荷をかけることがなく、積層基板５０Ｂの上側部分
について良好な研削を行うことができる。また、治具７０の上板７２が上記のような構成
とされていることで、研削工程において積層基板５０Ｂを研削する際、グラインダ８０の
回転砥石８２の下端部を溝部７４Ａに入り込ませながら研削を行うことで、回転砥石８２
が治具７０の下板７４と干渉することなく、積層基板５０Ｂの下端部に至るまで研削を行
うことができる。このため、治具７０に負荷をかけることがなく、積層基板５０Ｂの下側
部分についても良好な研削を行うことができる。
【００５６】
　ここで、研削工程は、曲線状端面について、研削工程後の加工端面の平面視における輪
郭線が曲線状となるように製造する液晶パネル１０の外形形状に沿って行うが、グライン
ダ８０による研削によって曲線状端面を加工するので、例えばスクライブによって曲線状
端面を加工する場合と比べて曲線状端面の近傍に意図しないクラックが生じることが抑制
される。このため、上記研削工程を行うことで、図９に示すように、良好な形状精度で曲
線状端面が加工された研削後積層基板５０Ｃを形成することができる。
【００５７】
　次に、研削後積層基板５０Ｃを洗浄することで研削屑を除去しながら、研削後積層基板
５０Ｃを構成する各個片化貼り合わせ基板５０Ａ及び一対のダミー基板６２をそれぞれ剥
離させる（剥離工程）。この剥離工程では、研削後積層基板５０Ｃを洗浄することによっ
て、各個片化貼り合わせ基板５０Ａの間に介在するシート部材６０が吸水又は吸湿して膨
張する。このため、剥離工程では、各個片化貼り合わせ基板５０Ａ及び一対のダミー基板
６２をシート部材６０から容易に剥離させることができる。その後、シート部材６０から
剥離された研削後の各個片化貼り合わせ基板５０Ａ（研削後貼り合わせ基板５０Ｄ、図１
０参照）について、両ガラス基板２０Ａ、３０Ａの外面側にそれぞれ偏光板１０Ｃ，１０
Ｄを貼り付けることで、本実施形態に係る３つの液晶パネル１０が完成する。
【００５８】
　以上説明したように本実施形態の液晶パネル１０の製造方法では、積層工程において、
積層基板５０Ｂを治具を用いてその積層方向に挟み込むことで、積層基板５０Ｂの各々を
積層された状態で簡単に保持することができる。そして、研削工程において、積層基板５
０ＢのうちＣＦ層２０Ｌ及びＴＦＴ層３０Ｌの外側に位置する部分を、製造する液晶パネ
ル１０の外形形状に沿って一括して研削することができ、曲線状端面を一括して形成する
ことができる。このため、貼り合わせ基板を一枚ずつ加工して表示パネルの端面を形成す
る場合と比べて、液晶パネル１０の製造工程を短縮することができる。
【００５９】
　また、積層基板５０Ｂにおいて各個片化貼り合わせ基板５０Ａが積層された状態で保持
されることで、一枚の個片化貼り合わせ基板５０Ａと比べて剛性が大きくなるため、積層
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された複数の個片化貼り合わせ基板５０Ａを一括して研削する際に、製造する液晶パネル
１０の端面にクラック等が生じることを抑制することができる。さらに、積層された各個
片化貼り合わせ基板５０Ａを一括して研削することによって曲線状端面を形成するため、
製造する各液晶パネル１０の外形形状をなす輪郭線を良好な精度で形成することができる
。以上のように本実施形態の液晶パネル１０の製造方法では、製造工程の短縮化を図りな
がら、外形形状に曲線部分を有する複数の液晶パネル１０を良好な形状精度で一括して製
造することができる。
【００６０】
　また、本実施形態の液晶パネル１０の製造方法では、積層工程において、各個片化貼り
合わせ基板５０Ａの間に緩衝性を有するシート部材６０を介在させるため、積層された個
片化貼り合わせ基板５０Ａ同士が干渉して損傷することをシート部材６０によって抑制す
ることができる。さらに、このシート部材６０は水膨張性を有するものであるため、剥離
工程において研削後積層基板５０Ｃが洗浄されることで、シート部材６０が水分を吸収し
て膨張し、研削工程の後に各個片化貼り合わせ基板５０Ａの間からシート部材６０を剥離
する際、シート部材６０を剥離し易くすることができる。
【００６１】
　また、本実施形態の液晶パネル１０の製造方法では、積層工程において、板面が各個片
化貼り合わせ基板５０Ａよりも大きな一対のダミー基板６２を用意し、積層基板５０Ｂを
上記ダミー基板６２を介して治具７０で挟み込む。このようにすることで、研削工程にお
いて、積層基板５０Ｂが治具によって保持された状態で、各個片化貼り合わせ基板５０Ａ
を挟み込む一対のダミー基板６２に研削に用いられるグラインダ８０の回転砥石８２等が
接触する。このため、研削工程において、積層基板５０Ｂのうち最も上側に位置する個片
化貼り合わせ基板５０Ａ及び最も下側に位置する個片化貼り合わせ基板５０Ａに研削に伴
う応力が集中することを抑制することができ、両個片化貼り合わせ基板５０Ａにチッピン
グ等が発生することを抑制することができる。
【００６２】
　ところで、積層工程において、例えば積層された各貼り合わせ基板の間に硬化性樹脂を
介在させることで各貼り合わせ基板を固定する場合、硬化性樹脂を硬化させるために時間
や手間を要し、さらに、研削工程後に各貼り合わせ基板を硬化性樹脂から剥離させるため
に時間や手間を要する。これに対し本実施形態の液晶パネル１０の製造方法では、このよ
うな硬化性樹脂を用いることなく、積層基板５０Ｂを治具７０によって挟み込んで保持す
るため、積層基板５０Ｂを簡単に保持することができ、研削工程後に研削後積層基板５０
Ｃから研削後の各個片化貼り合わせ基板５０Ａを簡単に剥離させることができる。このた
め、積層された各個片化貼り合わせ基板を硬化性樹脂等を用いて保持する場合と比べて、
液晶パネル１０の製造工程を大幅に短縮することができる。
【００６３】
　＜実施形態２＞
　図１１から図１４を参照して実施形態２を説明する。本実施形態の製造方法は、貼り合
わせ基板１５０の分断態様が実施形態１のものと異なっている。その他の製造方法につい
ては実施形態１と同様であるため、実施形態１と同様の部分については説明を省略する。
【００６４】
　本実施形態の製造方法では、貼り合わせ工程において、上記した実施形態１と同様にシ
ール剤４０を形成した第２ガラス基板３０Ａ上のシール剤４０に囲まれた各領域内にそれ
ぞれ液晶滴下装置を用いたＯＤＦ（One Drop Fill）法により液晶を滴下した後に、図１
１に示すように、両ガラス基板２０Ａ，３０Ａを貼り合わせて貼り合わせ基板１５０を形
成する。この貼り合わせに伴って両ガラス基板２０Ａ，３０Ａ間で液晶が拡がってシール
剤４０に囲まれた領域内が液晶で満たされ、両ガラス基板２０Ａ，３０Ａの間に液晶層が
形成される。貼り合わせ工程を行った後、貼り合わせ基板１５０を、図１２に示すように
、５つのパネル領域が直線状に並ぶ短冊状（５つの薄膜パターンが直線状に並ぶ短冊状）
をなすように複数に個片化する（短冊状個片化工程）。なお、以下では、短冊状個片化工
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程後の短冊状に個片化された貼り合わせ基板１５０を「短冊状貼り合わせ基板１５０Ａ」
と称する。短冊状個片化工程では、具体的には、図示しないスクライブホイールを用い、
図１１に示す貼り合わせ基板１５０をＹ軸方向について６つに区画する線（図１１に示す
Ｘ軸方向に沿った一点鎖線）をスクライブ線ＳＬ２として貼り合わせ基板１５０をスクラ
イブすることで分断し、貼り合わせ基板１５０を６つの図１２に示す短冊状貼り合わせ基
板１５０Ａに個片化する。
【００６５】
　次に、短冊状貼り合わせ基板１５０Ａを積層する積層工程を行う。即ち、図１３に示す
ように、短冊状貼り合わせ基板１５０Ａの大きさに合わせたシート部材１６０を介して、
各短冊状貼り合わせ基板１５０Ａの四隅に仮止め用樹脂を滴下しながら、３枚の短冊状貼
り合わせ基板１５０Ａを積層するとともに、積層された短冊状貼り合わせ基板１５０Ａを
その大きさに合わせた一対のダミー基板１６２の間に挟み込む。その後、仮止め用樹脂が
滴下された４箇所と対応する位置（図１３において矢印で示す４箇所）にそれぞれ紫外光
をスポット照射し、仮止め用樹脂を硬化させることで、３枚の短冊状貼り合わせ基板１５
０Ａ及び一対のダミー基板１６２を積層された状態で仮止めする。なお、以下では、積層
された３枚の短冊状貼り合わせ基板１５０Ａと、これらを挟み込む一対のダミー基板１６
２と、を合わせて積層基板１５０Ｂと称する。
【００６６】
　本実施形態の積層工程では、上記仮止めを行った後、図１４に示すように、積層基板１
５０Ｂをパネル領域毎に治具７０によってその積層方向に挟み込む。従って、本実施形態
では積層基板１５０Ｂを５つの治具７０を用いて挟み込む。これにより、積層基板１５０
Ｂがパネル領域毎に保持される。なお、各治具７０の構成及び積層基板１５０Ｂの挟み込
み態様については実施形態１と同様である。そして、積層工程後に行う研削工程では、グ
ラインダ８０を用いてパネル領域毎に研削を行い、また、研削工程を行うと同時に積層基
板１５０Ｂをパネル領域毎に複数に分断して個片化する（個片化工程）。その結果、１つ
の積層基板１５０Ｂから５つの研削後積層基板が形成される。その後、各研削後積層基板
について実施形態１と同様に剥離工程及び偏光板の貼り付けを行うことで、各研削後積層
基板から３つの液晶パネル１０が完成する。
【００６７】
　以上説明したように本実施形態の液晶パネル１０の製造方法では、貼り合わせ工程にお
いて、一対のガラス基板２０Ａ，３０Ａのいずれか一方である第２ガラス基板３０Ａに、
薄膜パターンの各々を囲む形でシール剤４０を塗布するとともに液晶層となる液晶を滴下
した状態でシール剤４０を介して一対のガラス基板２０Ａ，３０Ａを貼り合わせることで
、一対のガラス基板２０Ａ，３０Ａ間に液晶層を形成することができる。短冊状個片化工
程において、貼り合わせ基板１５０を複数の薄膜パターンが直線状に並ぶ短冊状で複数に
個片化した後の研削工程では、個片化された複数の短冊状貼り合わせ基板１５０Ａのうち
薄膜パターンの外側に位置する一対の基板を、製造する液晶パネル１０の外形形状に沿っ
て一括して研削することで、曲線状の輪郭線をなす複数の液晶パネル１０の端面を一括し
て形成することができる。このように、貼り合わせ工程にて液晶層をＯＤＦ（One Drop F
ill）法により形成しているので、真空注入法を用いた場合に比べると、液晶層を有する
液晶パネル１０の製造工程を短縮することができる。本実施形態の製造方法は、特に１０
型を下回るサイズの液晶パネル１０において有効である。
【００６８】
　＜実施形態２の変形例＞
　図１５または図１６を参照して実施形態２の変形例を説明する。本変形例の製造方法は
、シール剤４０の塗布態様及び液晶層の形成態様が実施形態２のものと異なっている。本
変形例の製造方法では、貼り合わせ工程において、製造する各液晶パネル１０の外形形状
（本実施形態では略半円形状）に沿って第２ガラス基板３０Ａ上にシール剤４０を所定の
幅で塗布する際、図１５に示すように、製造する液晶パネル１０の外形形状に沿った略半
円形状の塗布領域のうち円弧状をなす部分の真ん中がわずかに分断された形でシール剤４
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０を塗布する（図１５における符号４０Ａはシール剤４０の分断された部分を示す）。
【００６９】
　そして、貼り合わせ工程の後、貼り合わせ基板１５０を、５つのパネル領域が直線状に
並ぶ短冊状をなすよう複数に個片化する短冊状個片化工程を行うのであるが、このときに
、図１６に示すように、各薄膜パターンにおけるシール剤４０の上記分断された部位がそ
れぞれ外側に露出させている。具体的には、短冊状個片化工程では、貼り合わせ基板１５
０を個片化して得た短冊状貼り合わせ基板１５０Ａについて、直線状に並ぶ５つの薄膜パ
ターンの各々を囲むシール剤４０の上記分断された部位を注入口４０Ａとして、液晶層１
８を構成する液晶１８Ａを注入口４０Ａからシール剤４０の内側に一括して真空注入する
（液晶注入工程）。その後、短冊状貼り合わせ基板１５０Ａについて、各シール剤４０の
注入口４０Ａを封止樹脂４２によって封止する（封止工程）。これにより、注入口４０Ａ
から注入された液晶１８Ａが両ガラス基板２０Ａ，３０Ａの板面方向に拡がってシール剤
４０に囲まれた領域内が液晶１８Ａで満たされ、両ガラス基板２０Ａ，３０Ａの間に液晶
層１８が形成される。なお、この封止工程では、各シール剤４０の注入口４０Ａに対して
シール剤４０の内側に引き込む形で封止樹脂４２を封入する。その後、上記した実施形態
２と同様に積層工程、研削工程剥離工程、及び偏光板の貼り付けを行うことで、液晶パネ
ル１０が完成する。
【００７０】
　以上説明したように本実施形態の液晶パネル１０の製造方法では、貼り合わせ工程にお
いて、その一部が分断された形で塗布されたシール剤４０を介して両ガラス基板２０Ａ，
３０Ａを貼り合わせ、短冊状個片化工程において、貼り合わせ基板１５０を複数の薄膜パ
ターンが直線状に並ぶ短冊状で複数に個片化して短冊状貼り合わせ基板１５０Ａとするこ
とで、液晶注入工程において、各薄膜パターンを囲む各シール剤４０の内側に液晶１８Ａ
を一括して注入することができる。その後の研削工程では、短冊状貼り合わせ基板１５０
Ａのうち薄膜パターンの外側に位置する部分を、製造する液晶パネル１０の外形形状に沿
って一括して研削することで、曲線状端面を一括して形成することができる。このため、
貼り合わせ基板１５０に塗布された各シール剤４０について、シール剤４０毎に当該シー
ル剤４０の内側に液晶１８Ａを注入し、貼り合わせ基板１５０をパネル領域毎に一枚ずつ
加工して液晶パネル１０の端面を形成する場合と比べて、液晶層１８を有する液晶パネル
１０の製造工程を短縮することができる。本実施形態の製造方法は、特に１０型を下回る
サイズの液晶パネル１０において有効である。
【００７１】
　＜実施形態３＞
　図１７から図１９を参照して実施形態２を説明する。本実施形態は、製造する液晶パネ
ル２１０の外形形状、製造過程における積層工程で用いる治具２７０の構成、及び当該治
具２７０による挟み込み態様等が実施形態１のものと異なっている。その他の製造方法に
ついては実施形態１と同様であるため、実施形態１と同様の部分については説明を省略す
る。本実施形態で例示する液晶パネル２１０は、図１７に示すように、外形形状が平面視
略円形状とされ、その外形形状をなす輪郭線の全てが曲線状となっている。従って、実装
領域Ａ３についても、その外形形状をなす輪郭線の一部が曲線状となっている。なお、図
１７において、図１の参照符号に数字２００を加えた部位は、実施形態１で説明したもの
と同一であり、図１７から図１９における一点鎖線は、研削工程後の積層基板５０Ｂの外
形形状をなす略円形状の輪郭線を示している。
【００７２】
　続いて、上記のような外形形状とされた液晶パネル２１０の製造過程において、積層工
程で用いる治具２７０の構成について説明する。本実施形態で例示する治具２７０は、上
板２７２及び下板２７４の構成が実施形態１のものと異なっている。治具２７０の上板２
７２は、図１８に示すように、その板面が上記一点鎖線で示す輪郭線によって囲まれる領
域よりも一回り小さな大きさの略円形状となっており、この領域内に収まるように位置合
わせされてダミー基板６２の上面に押し当てられる。上板２７２の位置合わせを行う際に
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は、上記輪郭線と上板２７２との間の距離が略一定となるように調整される。
【００７３】
　一方、治具２７０の下板２７４は、図１８に示すように、実施形態１と同様に矩形状と
され、その板面の大きさがダミー基板６２の板面の大きさとほぼ等しくされている。治具
７０の下板７４の上面のうち上記輪郭線の外側に位置する部分と対応する部分には、上記
輪郭線に沿って曲線状（略円形状）の溝部２７４Ａが設けられている。曲線状をなす溝部
２７４Ａは、溝状をなして下板２７４の四方に開放された形で設けられた４つの溝開放部
２７４Ａ１とそれぞれ連通している。溝部２７４Ａ及び溝開放部２７４Ａ１の溝幅は、グ
ラインダ８０の回転砥石８２の外径よりも大きくされており、回転砥石８２の下端部を各
溝開放部２７４Ａ１から溝部２７４Ａ内に入り込ませることが可能となっている。
【００７４】
　上記のような構成とされた治具２７０によって挟み込まれた積層基板５０Ｂを研削する
研削工程では、まず、積層基板５０Ｂのうち、治具２７０の支柱部が配された側とは反対
側（図１８における左斜め上側）を、略円形状をなす上記輪郭線に沿って当該輪郭線の半
分（略半円状の線分）の長さを研削する。これにより、積層基板５０Ｂの上記輪郭線の外
側に位置する部分の一部が研削される。次に、治具２７０を積層基板５０Ｂから一旦取り
外し、治具２７０の位置を入れ替える。具体的には、治具２７０の向きを１８０度変え、
治具２７０の位置合わせを再び行った後、図１９に示すように、治具２７０の支柱部が積
層基板５０Ｂのうち既に研削された側（図１９における左斜め上側）に配された状態とす
る。
【００７５】
　次に、治具２７０の支柱部が配された側とは反対側（図１９における右斜め下側）を、
略円形状をなす上記輪郭線に沿って当該輪郭線の半分（略半円状の線分）の長さを研削す
る。これにより、積層基板５０Ｂのうち上記輪郭線の外側に位置する残りの部分が研削さ
れる。以上の手順によって、製造する液晶パネル２１０の略円形状の外形形状を形成する
ことができる。なお、研削工程において積層基板５０Ｂを研削する際、グラインダの回転
砥石の下端部を溝開放部２７４Ａ１から溝部２７４Ａ内に入り込ませながら研削を行うこ
とで、回転砥石８２が治具２７０の下板２７４と干渉することなく、積層基板５０Ｂの下
端部に至るまで良好な研削を行うことができる。
【００７６】
　以上説明したように本実施形態の液晶パネル２１０の製造方法では、上記治具２７０を
用いて上記手順で液晶パネル２１０を製造することで、外形形状が円形状とされた液晶パ
ネル２１０を良好な形状精度で製造することができる。即ち、積層基板５０Ｂの一部を研
削することで、製造する液晶パネル２１０の外形形状の半分である半円状の輪郭線を形成
した後、治具２７０の位置を入れ替えて支柱部の位置を変更することで、積層基板５０Ｂ
を再び研削することができるため、製造する液晶パネル２１０の外形形状の残りの半分で
ある半円状の輪郭線をさらに形成し、円形状の液晶パネル２１０を製造することができる
。
【００７７】
　＜実施形態３の変形例＞
　続いて図２０を参照して実施形態３の変形例を説明する。本変形例は、研削工程におい
て治具２７０の位置を入れ替える方法が実施形態３のものと異なっている。液晶パネルの
製造方法、製造する液晶パネルの構成、及び治具２７０の構成については、実施形態１及
び実施形態３と同様であるため、説明を省略する。本変形例の液晶パネルの製造方法にお
ける積層工程では、積層基板５０Ｂの一部を研削した後、治具２７０の位置を入れ替える
際、積層基板５０Ｂから元の治具２７０を外すことで治具２７０の位置を入れ替えるので
はなく、積層基板５０Ｂを他の治具２７１によってさらに挟み込んだ後、元の治具２７０
を積層基板５０Ｂから取り外す。即ち、元の治具２７０の上板２７２及び下板２７４によ
って積層基板５０Ｂを挟み込んだ状態を維持しながら、図２０に示すように、元の治具２
７０の支柱部が配された側とは反対側から、支柱部と上側接続部と下側接続部とからなる
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他の治具２７１を当該上板２７２及び当該下板２７４に接続する。
【００７８】
　次に、元の治具２７０の上側接続部と下側接続部とをそれぞれ上板２７２及び下板２７
４から取り外す。これにより、上板２７２及び下板２７４によって積層基板５０Ｂを挟み
込んだ状態を維持しながら、治具２７０，２７１の位置を１８０度入れ替えることができ
る。その後、積層基板５０Ｂの残りの部分を研削することにより、製造する液晶パネル２
１０の略円形状の外形形状を形成することができる。
【００７９】
　ここで、積層工程では、上記積層基板５０Ｂの一部を研削する際、治具２７０の位置合
わせに用いるアライメントマークが研削されてしまうことがある。そのため、実施形態３
の製造方法のように、研削工程の途中で治具２７０の全体を入れ替えると、治具２７０の
再度の位置合わせが困難となり、また、一旦積層された積層基板５０Ｂの積層ずれ等が生
じることがある。この点、本変形例では、上述したように、積層基板５０Ｂを挟み込んだ
状態を維持しながら治具２７０，２７１の位置を入れ替えることができるため、このよう
な問題が生じることがなく、研削工程において積層基板５０Ｂから一旦治具２７０を外し
て当該治具２７０の位置を入れ替える場合と比べて、研削工程の簡略化及び短縮化を図る
ことができる。
【００８０】
　上記の各実施形態の変形例を以下に列挙する。
（１）上記の各実施形態では、上板、下板、上側接続部、下側接続部、及び支柱部からな
る治具を例示したが、治具については、積層基板をその積層方向に挟み込んで保持すると
ともに、積層基板を保持した状態で研削工程を行うことができるものであればよく、その
形状、構成については限定されない。
【００８１】
（２）上記の各実施形態では、仮止め用樹脂として光硬化性樹脂を用いたが、仮止め用樹
脂として熱硬化性樹脂を用いてもよい。
【００８２】
（３）上記の各実施形態では、研削工程において、グラインダを用いて積層基板の研削加
工を行う例を示したが、研削工程における研削方法及び研削を行うための装置については
限定されない。
【００８３】
（４）上記の各実施形態では、液晶表示装置を構成する液晶パネルの製造方法を例示した
が、本発明の製造方法により製造される表示パネルを備える表示装置の種類については限
定されない。例えば有機ＥＬ表示装置を構成する有機ＥＬパネルの製造過程に本発明の製
造方法を適用してもよい。
【００８４】
　以上、本発明の各実施形態について詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請
求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具
体例を様々に変形、変更したものが含まれる。
【符号の説明】
【００８５】
　１０、２１０：液晶パネル、１２：ＩＣチップ、１４：フレキシブル基板、１８：液晶
層、１８Ａ：液晶、２０：カラーフィルタ基板、２０Ａ：第１ガラス基板、２０Ｌ：ＣＦ
層、２２：カラーフィルタ、２４：対向電極、３０：アレイ基板、３０Ａ：第２ガラス基
板、３０Ｌ：ＴＦＴ層、３２：ＴＦＴ、３４：画素電極、４０：シール剤、４０Ａ：注入
口、５０、１５０：貼り合わせ基板、５０Ａ：個片化貼り合わせ基板、５０Ｂ、１５０Ｂ
：積層基板、５０Ｃ：研削後積層基板、６０：シート部材、６２：ダミー基板、７０、２
７０、２７１：治具、７２、２７２：上板、７４、２７４：下板、７４Ａ、２７４Ａ：溝
部、８０：グラインダ、８２：回転砥石、１５０Ａ：短冊状貼り合わせ基板、Ａ１：表示
領域、Ａ２：非表示領域、Ａ３：実装領域、ＣＬ１：切り込み線、Ｒ１：仮止め用樹脂、
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